


1. 概述
采购内容主要包括塑闪单元反射遮光膜一体化加工、塑闪单元封装、光导垫粘接、集成安装等，提供场地并辅助开展探测器测试。
2. 采购及工艺要求
通用规范
1） 作业区域应为洁净间（十万级以内），温度维持19℃至23℃之间，相对湿度保持在20%至60%的区间内。
2） 人员进入作业区域需经过风淋系统，实施操作前释放静电。
3） 所有工序须依据作业指导书或工艺文件执行，严禁擅自更改操作顺序、工艺参数或操作方法。
4） 做好过程记录和质量控制，以便追溯与审核。
封装膜加工
1） 由乙方负责反射膜（3M ESR膜）和遮光膜采购，其中遮光膜需通过甲方遮光性能测试。
2） 反射膜与遮光膜的复合应完全贴合，经高低温后无褶皱、气泡。
3） 按图纸裁切、压制折痕，同时折痕不能穿透遮光膜。
塑闪单元封装
1） 晶体封装前后存储在干燥柜内，封装需在平整、干净无尘的工作台表面进行。
2） [bookmark: _GoBack]反射遮光膜应尽量紧贴晶体外表面，最终封装后塑闪单元应较轻松塞进套管内。
3） 晶体两端包裹时不能用胶带完全密封，留出通气孔。
4） 封装过程保障反射遮光膜内表面、晶体表面不沾污，反射遮光膜开窗处要有保护措施。
5） 经塑闪单元筛选测试后不合格的需重新封装。
光导垫粘接
1） 粘接胶制备完成后需先真空排气，与SiPM粘接后无气泡。
塑闪单元集成安装
1） 按照工艺文件进行塑闪分区组装（塑闪单元与套筒粘接，SiPM板与导热索固定、与晶体耦合、与套筒固定）。
2） 按照工艺文件进行探测器平面的吊装、粘接等。



